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Abstract (en)
[origin: US4321289A] A cladding process and apparatus in which steel strip or sheet is cladded with a metal of lower melting point, e.g. lead, by
maintaining a bank of constant level of the molten cladding material between a belt and the strip or sheet substrate which passes along an inclined
path and is cooled to harden the molten material thereon. During the cooling process the applied material is compressed against the substrate.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Plattieren von Stahlblech oder -band mit Metallen bzw. Metallegierungen, die einen gegenlber Stahl tieferliegenden
Schmelzpunkt aufweisen, insbesondere mit Blei oder Kupfer oder deren Legierungen, erfolgt der Auftrag der Metall- bzw. Metallegierungsschmelze
bei Schraglage des zu plattierenden Stahlbleches- oder -bandes. Damit eine einwandfreie Plattierung ohne Verwerfungen der Unterlage erhalten
wird und zudem eine kontinuierliche Betriebsweise gewahrleistet ist, wird die Schmelze mit Hilfe eines Walzenbandes (10), das gegenlber
dem Stahlblech- oder -band (1) parallel verlauft und abstandsverstellbar ist, aufgebracht und gekuhlt. Im Bereich des Aufschmelzens wird die
Atmosphare, vorzugsweise unter Verwendung eines Brenners (8) schwach reduzierend eingestellt.
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